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Teil)
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Zuletzt gedndert durch: § 8 eingeflgt, 88 5, 6 und 7 geédndert'und Inhaltsiibersicht und § 4
neu gefasst durch Ordnung vom 28.04.2009 (Brem.ABI. 2010 S. 372)

Fundstelle: Brem.ABI. 2009, 403

aufgeh. durch Artikel 1 der Ordnung vom 2. Dezember 2014 (Brem.ABI. 2015 S. 155)

Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 11. Méarz 2009 gemal3 § 110 Abs. 3 des
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) inder Fassung der Bekanntmachung vom 9.
Mai 2007 (Brem.GBI. S. 339) den fachspezifischen Teil der Bachelorprifungsordnung der
Hochschule Bremen flr den Internationalen Studiengang Mikro- und Opto-Systemtechnik
in der nachstehenden Fassung genehmigt. Soweit in dieser Ordnung nichts anderes
geregelt ist, gilt der Allgemeine Teilhder Bachelorprifungsordnungen der Hochschule
Bremen vom 26. Januar 2004 (Brem.ABI. 2004 S. 457) (AT-BPO), zuletzt geandert am 29.
April 2008 (Brem.ABI. S. 303), in der jeweils gultigen Fassung.

Inhaltsuibersicht
§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang
8 2 Integriertes Auslandsstudium
8§ 3 Prifungsleistungen
8§ 4 Wiederholung der Prifungsleistungen
§ 5 Bachelorthesis und Kolloquium
§ 6 Gesamtnote der Bachelorprifung
§ 7 Bachelorgrad
§ 8 Inkrafttreten

§1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

(1) Die Regelstudienzeit betragt sieben Semester. Sie beinhaltet ein Auslandsstudium, die
Bachelorthesis und das Kolloquium.
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(2) Der Internationale Studiengang Mikro- und Opto-Systemtechnik gliedert sich fur das
Schwerpunktstudium in die drei Programme Mikrosystemtechnik, Mikroelektronik und
Photonik.

(3) Der fur den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderliche Umfang des Studiums
betragt 210 Leistungspunkte.

§2
Integriertes Auslandsstudium

(1) In das Studium ist ein Auslandsstudium integriert. Es ist in der Regel im 6. Semester
durchzufihren. Das Auslandsstudium kann wahlweise in Form einer Praxisphase von
mindestens 13,5 Wochen Dauer oder in Form eines theoretisechen Studiums im Umfang
von 18 Leistungspunkten nach ECTS nach MaRRgabe der Bestimmungen der
auslandischen Hochschule durchgefuhrt werden.

(2) Fur die Praxisphase kommen als Ausbildungsstellen.Betriebe in Betracht, deren
Aufgaben den stéandigen Einsatz von Mitarbeitern mit‘Hochschulausbildung oder
vergleichbarer Qualifikation erfordern. Als Arbeitsbereiche, die fur die Tatigkeit von
Studierenden im Rahmen der Praxisphase geeignet'sind, gelten zum Beispiel
produktionsnahe Tatigkeiten der Uberwachung ven:Anlagen und Prozessen,
Unterstitzung bei der Entwicklung neuer Verfahren und Produkte, Entwicklung und
Anpassung von Soft- und Hardware-Bausteinen, fachbezogene Dokumentations- und
Prufarbeiten, Anfertigen von Durchflhrbarkeitsstudien oder Recherchen.

(3) Uber die im theoretischen Auslandsstudium zu belegenden Module ist vor Antritt des
Auslandsstudiums mit dem Prufungsausschuss eine Vereinbarung abzuschliel3en.

(4) Zum Auslandsstudium werden nur Studierende zugelassen, die alle Module der ersten
drei Semester erfolgreichabsolviert haben.

§3
Priifungsleistungen

(1) Anzahl und Form der abzulegenden Modulprifungen regelt Anlage 1.

(2) Die Prufungsleistungen werden neben den in § 7 Abs. 2 AT-BPO genannten Formen in
folgenden Formen erbracht:

1. Entwirfe und Konstruktionen,

2. Experimentelle Arbeiten.
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Zu 1.

Ein Entwurf oder eine Konstruktion umfasst die Bearbeitung einer Aufgabe aus dem
Stoffzusammenhang der betreffenden Lehrveranstaltung in konzeptioneller und
konstruktiver Hinsicht unter besonderer Berucksichtigung planerischer Aspekte sowie der
Erlauterung der erarbeiteten Losungen in einer fur diese berufliche Tatigkeit Giblichen
Weise. Die Bearbeitungsfrist ist bei der Aufgabenstellung anzugeben, sie sollte in der
Regel 4 Wochen nicht Uberschreiten. Soweit es sich um eine umfassende oder
fachertbergreifende Aufgabenstellung handelt, kann auch ein langerer
Bearbeitungszeitraum angegeben werden.

Zu 2.

Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbereitung;/die Durchfihrung und
die schriftliche Darstellung einer experimentellen Aufgabe sowie die Angabe und kritische
Wirdigung der Ergebnisse. Experimentelle Arbeiten werden in der.Regel innerhalb der als
.Labor* ausgewiesenen Lehrveranstaltungen durchgefuhrti Anzahl der Experimente,
Gruppengrof3e und Bearbeitungsfristen richten sich nach Art und Umfang der betreffenden
Lehrveranstaltung.

(3) Die Studierenden konnen fur alle Prifungsleistungen nach Absatz 1 aul3er fur
Klausuren, mindliche Priufungen und Referate Themen vorschlagen. Die
Prufungsleistungen nach Absatz 1 mit Ausnahme der Klausur kénnen auch durch eine
Gruppe von Studierenden in Zusammenarbeit angefertigt werden (Gruppenarbeit).

8§84
Wiederholung der Priufungsleistungen

Bei hochstens drei Prufungsleistungenssind nach Entscheidung der Studierenden zwei
Wiederholungen zulassig.

§5
Bachelorthesis und Kolloquium

(1) Die Bachelorprufung besteht aus den Modulprifungen gemaR Anlage 1, der
Bachelorthesis und dem Kolloquium, in dem die Bachelorthesis zu verteidigen ist. Die
Bachelorthesis und das Kolloquium kénnen auch in englischer Sprache verfasst
beziehungsweise gehalten werden.

(2) Das Thema der Bachelorthesis kann einmal ohne Anrechnung eines Prifungsversuchs
innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurtickgegeben werden.

(3) Die Frist zur Bearbeitung der Bachelorthesis betragt héchstens 9 Wochen.

(4) Die Bachelorthesis ist zusatzlich auf einem gangigen Datentréger einzureichen.
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§6
Gesamtnote der Bachelorpriifung

Die Gesamtnote der Bachelorprifung errechnet sich zu 80 % aus dem Durchschnitt der
Modulnoten nach Anlage 1, zu 15 % aus der Note der Bachelorthesis und zu 5 % aus der
Note des Kolloquiums.

§7
Bachelorgrad

Nach bestandener Bachelorprufung verleiht die Hochschule den Grad ,Bachelor of
Science”.

§8
Inkrafttreten

Diese Prufungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 2005 in Kraft.
Anlage 1

Prufungsleistungen der Bachelorprifung

1. Studienrichtung Mikrosystemtechnik

sws?| credits? | Priifungsleistung®
Modul 1.1 6
1.1.1. |Mathematik 1 4 KL
1.1.2. |[Modulbezogene Ubung 1
Modul 1.2 6
1.2.1. |Grundlagen Elektrotechnik 1 4 KL
1.2.2. |Modulbezogene Ubung 1
Modul 1.3 6
1.3.1. | Technische Physik 1 2 KL
1.3.2. | Technische Physik.1 2 EA
1.3.3. |Modulbezogene Ubung 1
Modul 1.4 6
1.4.1. |Chemie und Werkstoffe 1 4 KL
1.4.2. |Modulbezogene Ubung 1
Modul 1.5 6
1.5.1. |Einfihrung in MS/ME/PT 3 KL
1.5.2. |Einfihrung in MS/ME/PT 1 R
1.5.3. |Modulbezogene Ubung 1
Modul 2.1 6
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Sws?| credits? | Prifungsleistung?
2.1.1. |Mathematik 2 4 KL
2.1.2. [Modulbezogene Ubung 1
Modul 2.2 6
2.2.1. |Grundlagen Elektrotechnik 2 2 KL
2.2.2. |Grundlagen Elektrotechnik 2 2 R
2.2.3. |Modulbezogene Ubung 1
Modul 2.3 6
2.3.1. | Technische Physik 2 2 KL
2.3.2. |Technische Physik 2 2 EA
2.3.3. |Modulbezogene Ubung 1
Modul 2.4 6
2.4.1. |Einfihrung Informatik 2 KL
2.4.2. |EinfUhrung Informatik 1
2.4.3. |Einfihrung Informatik 1 EK
2.4.4. \Modulbezogene Ubung 1
Modul 2.5 6
2.5.1. | Technisches Englisch 4 KL und R
Modul 3.1 6
3.1.1. [Mathematik 3 4 KL
3.1.2. |Modulbezogene Ubung 1
Modul 3.2 6
3.2.1. [Signal- und Systemtheorie 1 2 KL
3.2.2. |Signal- und Systemtheorie % 2
3.2.3. |Modulbezogene Ubung 1
Modul 3.3 6
3.3.1. |Chemie und Werkstoffe 2 2 KL
3.3.2. |Chemie und Werkstoffe 2 2 EA
3.3.3. [Modulbezogene Ubung 1
Modul 3.4 6
341 Bauelemente und elektronische 3 KL
Schaltungen
342 Bauelemente und elektronische 1 EA
Schaltungen
3.4.3. |Modulbezogene Ubung 1
Modul 3.5 6
3.5.1. |Digitaltechnik 3 KL
3.5.2. | Digitaltechnik 1 EA
3.5.3. |Modulbezogene Ubung 1
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Modul 4.1

4.1.1. |Messtechnik

4.1.2. |Messtechnik

4.1.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 4.2

4.2.1. |Einfiihrung Mikrotechniken
4.2.2. |Einfiihrung Mikrotechniken
4.2.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 4.3

431 ‘Grundlagen Si-Mikrotechnologie/
7 |Mikroelektronik

4392 ‘Grundlagen Si-Mikrotechnologie/
7" |Mikroelektronik

4.3.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 4.4

441 ‘M?kroprozessor- und_
""" |Mikrocontrollertechnik
4.4.2 ‘M?kroprozessor- und_
"7 |Mikrocontrollertechnik
4.4.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 4.5
4.5.1. |BWL
4.5.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.1

5.1.1. [Entwurf analoger integrierter Schaltungen
5.1.2. |Entwurf analoger integrierter Schaltungen
5.1.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.2

5.2.1. |Sensoren und Aktoren
5.2.2. |Sensoren und Aktoren
5.2.3. |[Modulbezogene Ubung

Modul 5.3

5.3.1. |Wahlpflichtmodul 1, Lehrveranstaltung 1
5.3.2. |Wahlpflichtmodul 1, Lehrveranstaltung 2
5.3.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.4

5.4.1. |Wahlpflichtmodul 2, Lehrveranstaltung 1
5.4.2. |Wahlpflichtmodul 2, Lehrveranstaltung 2
5.4.3. |Modulbezogene Ubung

sws!

NN

NN

=

NN

NN

Credits?

Prifungsleistung®

KL

EA oder R

KL
EA

KL

EA

KL

EK

HA oder KL

KL
EK

KL
EK
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Modul 5.5

5.5.1. |Wahlpflichtmodul 3, Lehrveranstaltung 1
5.5.2. |Wabhlpflichtmodul 3, Lehrveranstaltung 2
5.5.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 6.1 Praxisvorbereitung
6.1.1. |Sprache

Modul 6.2 Praxis Ausland

Modul 6.3 Praxis Ausland

Modul 6.4 Praxis Ausland

Modul 6.5 Praxishachbereitung

6.5.1. |Projektmanagement

6.5.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 7.1

7.1.1. |Wahlpflichtmodul 4, Lehrveranstaltung 1

7.1.2. |Wahlpflichtmodul 4, Lehrveranstaltung 2
7.1.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 7.2
7.2.1. |Projekt
7.2.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 7.3
Aktuelle Themen der Mikro-wund.Opto-
7.3.1. .
Systemtechnik
7.3.2. |Modulbezogene Uburig

Modul 7.4
7.4.1. |Bachelorthesis

Modul 7.5 Bachelorthesis

Summe

sws!

NN

N

NN

152

Credits?

6

210

Prifungsleistung®

KL oder R

HA

HA oder R

EAund R

Die Wahlpflichtmodule sind aus dem angefiihrten Katalog auszuwahlen. Maximal ein
Wabhlpflichtmodul kann aus anderen Studiengangen oder einem der anderen beiden

Studienschwerpunkte gewahlt werden.
Wahlpflichtmodule

Modul 5.6

5.6.1. |Hardwaresynthese
5.6.2. |Hardwaresynthese
5.6.3. |Modulbezogene Ubung

N
%

KL
EA
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Modul
5.7.1.

5.7.2.
5.7.3.

Modul
5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.

Modul
5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.

5.7

Einfuhrung Computer-unterstitzte
Datenerfassung
Einfihrung Computer-unterstitzte
Datenerfassung

Modulbezogene Ubung

5.8

Konstruktion, Mechanik, CAD
Konstruktion, Mechanik, CAD
Modulbezogene Ubung

5.9

Aufbau- und Verbindungstechnik
Aufbau- und Verbindungstechnik
Modulbezogene Ubung

2. Studienrichtung Mikroelektronik

Modul

1.1

1.1.1. |Mathematik 1
1.1.2. |Modulbezogene Ubung

Modul
1.2.1.
1.2.2.

Modul
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Modul
1.4.1.
1.4.2.

Modul
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

Modul
2.1.1.
2.1.2.

1.2
Grundlagen Elektrotechnik 1
Modulbezogene Ubung

1.3

Technische Physik'l
Technische Physik 1
Modulbezogene Ubung

1.4
Chemie und Werkstoffe 1
Modulbezogene Ubung

1.5

Einfuhrung in MS/ME/PT
Einfuhrung in MS/ME/PT
Modulbezogene Ubung

2.1
Mathematik 2
Modulbezogene Ubung

SWS

N

N

NN

[N

Credits

KL

EA oder R

KL
EK

KL
EA oder R

Priufungsleistung

KL

KL

KL
EA

KL

KL
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Modul 2.2

2.2.1. |Grundlagen Elektrotechnik 2
2.2.2. |Grundlagen Elektrotechnik 2
2.2.3. |[Modulbezogene Ubung

Modul 2.3

2.3.1. | Technische Physik 2
2.3.2. |Technische Physik 2
2.3.3. [Modulbezogene Ubung

Modul 2.4

2.4.1. |Einfihrung Informatik
2.4.2. |Einfuhrung Informatik
2.4.3. |Einfihrung Informatik
2.4.4. |Modulbezogene Ubung

Modul 2.5
2.5.1. |Technisches Englisch

Modul 3.1
3.1.1. [Mathematik 3
3.1.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 3.2

3.2.1. |Signal- und Systemtheorie 1
3.2.2. |Signal- und Systemtheorie 1
3.2.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 3.3

Rechnergestitzter Schalt.- u.
3.3.1.
Systementwurf
Rechnergestitzter Schalt:- u.
Systementwurf
Rechnergestutzter Schalt.- u.
Systementwurf
3.3.4. [Modulbezogene/Ubung

3.3.2.

3.3.3.

Modul 3.4

Bauelemente und elektronische
3.4.1.
Schaltungen
Bauelemente und elektronische
Schaltungen
3.4.3. |Modulbezogene Ubung

3.4.2.

Modul 3.5

3.5.1. | Digitaltechnik

3.5.2. | Digitaltechnik

3.5.3. |Modulbezogene Ubung

SWS

NN

NN

PSRN

YIS

NN

= W

Credits
6

Priufungsleistung

KL
EA

KL

EK

KLund R

KL

KL

KL

EA

KL

EA

KL
EA
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Modul
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Modul
42.1.
4.2.2.
4.2.3.

Modul
4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

Modul
4.4.1. ‘

4.4.2. ‘
4.4.3. |

Modul
45.1.
45.2.

Modul
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Modul
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Modul
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

Modul
54.1.
5.4.2.
5.4.3.

Modul

4.1

Messtechnik
Messtechnik
Modulbezogene Ubung

4.2

Signal- und Systemtheorie 2
Signal- und Systemtheorie 2
Modulbezogene Ubung

4.3

Grundlagen Si-Mikrotechnologie/
Mikroelektronik

Grundlagen Si-Mikrotechnologie/
Mikroelektronik

Modulbezogene Ubung

4.4
Mikroprozessor- und
Mikrocontrollertechnik

Mikroprozessor- und
Mikrocontrollertechnik

Modulbezogene Ubung

4.5
BWL
Modulbezogene Ubung

5.1

Entwurf analoger integrierter Schaltungen
Entwurf analoger integrierter.Schaltungen
Modulbezogene Ubung

5.2

Hardwaresynthese
Hardwaresynthese
Modulbezogene Ubung

5.3

Wahlpflichtmodul 1, Lehrveranstaltung 1
Wahlpflichtmodul 1, Lehrveranstaltung 2
Modulbezogene Ubung

54

Wahlpflichtmodul 2, Lehrveranstaltung 1
Wabhlpflichtmodul 2, Lehrveranstaltung 2
Modulbezogene Ubung

5.5

SWS

NN

NN

[N

R NN

R NN

NN

Credits
6

Priufungsleistung

KL

EA oder R

KL

KL

EA

KL

EK

HA oder KL

KL
EK

KL
EA
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5.5.1. |Wahlpflichtmodul 3, Lehrveranstaltung 1
5.5.2. |Wahlpflichtmodul 3, Lehrveranstaltung 2
5.5.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 6.1 Praxisvorbereitung
6.1.1. |Sprache

Modul 6.2 Praxis Ausland
Modul 6.3 Praxis Ausland
Modul 6.4 Praxis Ausland

Modul 6.5 Praxishachbereitung
6.5.1. |Projektmanagement
6.5.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 7.1

7.1.1. |Wahlpflichtmodul 4, Lehrveranstaltung 1
7.1.2. |Wahlpflichtmodul 4, Lehrveranstaltung 2
7.1.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 7.2
7.2.1. |Projekt
7.2.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 7.3
Aktuelle Themen der Mikre- und Opto-
7.3.1. .
Systemtechnik
7.3.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 7.4
7.4.1. |Bachelorthesis

Modul 7.5 Bachelorthesis

Summe

SWS

P NN

AN

NN

152

Credits

6

210

Priufungsleistung

KL oder R

HA

HA oder R

EAund R

Die Wahlpflichtmodule sind aus dem angefiihrten Katalog auszuwahlen. Maximal ein
Wahlpflichtmodul kann aus anderen Studiengédngen oder einem der anderen beiden

Studienschwerpunkte gewahlt werden.
Wabhlpflichtmodule

Modul 5.6
5.6.1. ]Sensoren und Aktoren
5.6.2. ]Sensoren und Aktoren

KL
EK
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5.6.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.7

Einf. Computer-unterstitzte
Datenerfassung

Einf. Computer-unterstutzte
Datenerfassung

5.7.3. |Modulbezogene Ubung

5.7.1.

5.7.2.

Modul 5.8

5.8.1. |Konstruktion, Mechanik, CAD
5.8.2. |Konstruktion, Mechanik, CAD
5.8.3. |Modu|bezogene Ubung

Modul 5.9

5.9.1. |Aufbau- und Verbindungstechnik
5.9.2. |Aufbau- und Verbindungstechnik
5.9.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.10

5.10.1.|Integrierte Digitale CMOS Schaltungen
5.10.2.|Integrierte Digitale CMOS Schaltungen
5.10.3.|Modulbezogene Ubung

3. Studienrichtung Photonik

Modul 1.1
1.1.1. {Mathematik 1
1.1.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 1.2
1.2.1. |Grundlagen Elektrotechnik 1
1.2.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 1.3

1.3.1. |Technische Physik 1
1.3.2. | Technische Physik 1
1.3.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 1.4
1.4.1. |Chemie und Werkstoffe 1
1.4.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 1.5
1.5.1. (EinfUhrung in MS/ME/PT
1.5.2. |EinfUhrung in MS/ME/PT

SWS

N

NN

Credits

6

KL

EA oder R

KL
EK

KL
EA oder R

KL
EA

Priufungsleistung

KL

KL

KL
EA

KL
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1.5.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 2.1
2.1.1. [Mathematik 2
2.1.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 2.2

2.2.1. |Grundlagen Elektrotechnik 2
2.2.2. |Grundlagen Elektrotechnik 2
2.2.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 2.3

2.3.1. |Technische Physik 2
2.3.2. |Technische Physik 2
2.3.3. [Modulbezogene Ubung

Modul 2.4

2.4.1. |Einfihrung Informatik
2.4.2. |Einfihrung Informatik
2.4.3. |Einfuhrung Informatik
2.4.4. |Modulbezogene Ubung
Modul 2.5

2.5.1. | Technisches Englisch

Modul 3.1
3.1.1. [Mathematik 3
3.1.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 3.2

3.2.1. |Technische Physik 3
3.2.2. |Technische Physik 3
3.2.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 3.3

3.3.1. |Chemie und Werkstoffe 2
3.3.2. |Chemie und Werkstoffe 2
3.3.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 3.4

Bauelemente und elektronische
3.4.1.
Schaltungen
Bauelemente und elektronische
Schaltungen
3.4.3. |Modulbezogene Ubung

3.4.2.

Modul 3.5
3.5.1. |Grundlagen Photonik
3.5.2. |Grundlagen Photonik

SWS

[N

NN

N DN

NN

RN

NN

NN

N

Credits

Priufungsleistung

KL

KL
EA

KL

EK

KLund R

KL

KL
EA

KL
EA

KL

KL
EA
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3.5.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 4.1

4.1.1. |Messtechnik

4.1.2. |Messtechnik

4.1.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 4.2

491 Einfuhrung Optische
7 |Kommunikationstechnik
Einfuhrung Optische
Kommunikationstechnik
4.2.3. |Modulbezogene Ubung

4.2.2.

Modul 4.3

4.3.1. |Einfiihrung Lasertechnik
4.3.2. |Einfiihrung Lasertechnik
4.3.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 4.4

4.4.1. |Einfiihrung Technische Optik
4.4.2. |Einfiihrung Technische Optik
4.4.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 4.5

4.5.1. |BWL

4.5.2. |Modulbezogene Ubung
Modul 5.1

5.1.1. |Optische Sensorik
5.1.2. |Optische Sensorik
5.1.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.2

5.2.1. |Ausgewahlte Kapitel der Lasertechnik
5.2.2. |Ausgewahlte Kapitelder Lasertechnik
5.2.3. |Modulbezogene/Ubung

Modul 5.3

5.3.1. |Wahlpflichtmodul 1, Lehrveranstaltung 1
5.3.2. |Wahlpflichtmodul 1, Lehrveranstaltung 2

5.3.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.4

5.4.1. |Wahlpflichtmodul 2, Lehrveranstaltung 1
5.4.2. |Wahlpflichtmodul 2, Lehrveranstaltung 2

5.4.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.5

SWS

NN

NN

NN

N

NN

NN

NN

R NN

Credits

Priufungsleistung

KL

EA oder R

KL

EA

KL
EA

KL
EA

HA oder KL

KL
EA

KL
EA
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5.5.1. |Wahlpflichtmodul 3, Lehrveranstaltung 1
5.5.2. |Wahlpflichtmodul 3, Lehrveranstaltung 2
5.5.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 6.1 Praxisvorbereitung
6.1.1. |Sprache

Modul 6.2 Praxis Ausland
Modul 6.3 Praxis Ausland
Modul 6.4 Praxis Ausland

Modul 6.5 Praxishachbereitung
6.5.1. |Projektmanagement
6.5.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 7.1

7.1.1. |Wahlpflichtmodul 4, Lehrveranstaltung 1
7.1.2. |Wahlpflichtmodul 4, Lehrveranstaltung 2
7.1.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 7.2
7.2.1. |Projekt
7.2.2. |Modulbezogene Ubung

Modul 7.3
Aktuelle Themen der Mikre- und Opto-
7.3.1. .
Systemtechnik
7.3.2. |Modulbezogene Ubung
Modul 7.4
7.4.1. |Bachelorthesis

Modul 7.5 Bachelorthesis

Summe

SWS

P NN

AN

NN

152

Credits

6

210

Priufungsleistung

KL oder R

HA

HA oder R

EAund R

Die Wahlpflichtmodule sind aus dem angefuihrten Katalog auszuwéhlen. Maximal ein
Wahlpflichtmodul kann aus anderen Studiengé&ngen oder einem der anderen beiden

Studienschwerpunkte gewahlt werden.
Wahlpflichtmodule

Modul 5.6

5.6.1. |Spektroskopie/Molekiilphysik
5.6.2. |Spektroskopie/Molekiilphysik
5.6.3. |Modu|bezogene Ubung

KL
EA
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Modul

5.7

571 Einfuhrung Computer unterstitzte
Datenerfassung

570 Einfuhrung Computer untersttitzte
Datenerfassung

5.7.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.8

5.8.1. |Konstruktion, Mechanik, CAD

5.8.2. |Konstruktion, Mechanik, CAD

5.8.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.9

5.9.1. |Aufbau- und Verbindungstechnik

5.9.2. |Aufbau- und Verbindungstechnik

5.9.3. |Modulbezogene Ubung

Modul 5.10

5.10.1.{Mikrooptik und Integrierte Optik

5.10.2.{Mikrooptik und Integrierte Optik

5.10.3.|Modulbezogene Ubung

FuRnoten

1 Zahl der Semesterwochenstunden Prasenzstudium.

w

2 Leistungspunkte (Credits) nach ECTS.

Form der Prifungsleistung:

KL

EA oder R

KL
EK

KL
EA oder R

KL
EA

KL = Klausur, EK = Entwurf und Konstruktion, MP = Mindliche Prifung, Kolloquium,
EA = Experimentelle Arbeit, HA = Hausarbeit, R = Schriftlich ausgearbeitetes Referat.
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